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Exigences Relatives aux Assemblages  
Électroniques et Électriques Brasés

1 GÉNÉRALITÉS

1.1 Champ d’Application  Cette norme présente l’ensemble des matériaux, des méthodes ainsi que les critères d’acceptation 
relatifs à la fabrication d’assemblages électriques et électroniques brasés. L’intention de ce document est de se baser sur la 
méthodologie de contrôle de procédé pour assurer des niveaux de qualité corrects pour la fabrication des produits. Il n’est pas 
dans l’intention de cette norme d’exclure toute procédure pour le placement des composants ou pour l’application de flux ou de 
brasure utilisés pour réaliser la connexion électrique.
Les opérations de brasage, les équipements, et les conditions décrits dans ce document sont basés sur des circuits électriques/
électroniques conçus et fabriqués en accord avec les spécifications listées en Tableau 1-1. &*+

Tableau 1-1 Spécifications de Conception, de Fabrication et d’Acceptabilité
Type de Circuit Conception Spécifications de Fabrication / Acceptabilité 

Exigences Générales IPC-2221 IPC-6011 

Circuits Imprimés Rigides IPC-2222 IPC-6012  
IPC-A-600 

Circuits Flexibles IPC-2223 IPC-6013 

Circuits Flex-Rigides IPC-2222 
IPC-2223 IPC-6013 

1.2 But   Le respect de cette norme requiert de se conformer aux exigences des matériaux, aux exigences relatives aux procédés 
de fabrication employés, mais aussi aux critères d’acceptabilité relatifs à la production d’assemblages électriques et électroniques 
brasés. Pour approfondir vos connaissances concernant les recommandations et les exigences de ce document, il est possible de 
consulter en complément les documents IPC-HBDK-001, IPC-AJ-820 et IPC-A-610. Ces documents peuvent être réactualisées à 
tout moment, notamment par le biais de l’ajout d’amendements. Le recours à un amendement ou à une nouvelle révision de cette 
norme n’est pas systématiquement exigé. 

1.3 Classification  Cette norme reconnait que les assemblages électriques et électroniques sont sujets à des classifications selon 
l’utilisation finale supposée du produit. Trois classes de produits finis ont été définies afin de caractériser les exigences en termes 
de faisabilité, de complexité, d’efficacité de fonctionnement et de fréquence des contrôles (inspections/tests). 
L’utilisation de cette norme nécessite un accord sur la classe à laquelle le produit appartient. Il est de la responsabilité de l’Utilisateur 
d’identifier la classe selon laquelle l’assemblage est produit. La classe produit devrait être indiquée dans la documentation 
contractuelle. Si le Client n’établit pas et ne documente pas la classe d’acceptation, le Fabricant peut le faire. 
CLASSE 1 Produits Électroniques Généraux 

Inclut les produits pour des applications ou l’exigence principale est le fonctionnement de l’assemblage électronique terminé. 
CLASSE 2 Produits Électroniques Spécialisés 

Inclut les produits nécessitant des performances élevées et une longue durée de vie pour lesquels un fonctionnement ininterrompu 
est souhaitable, mais non critique. Typiquement, le milieu de l’utilisation ne causerait pas de panne. 
CLASSE 3 Produits Électroniques Haute Performance/Environnement Sévère 

Inclut les produits pour lesquels un bon fonctionnement continu et sur demande est critique, pour lesquels on ne peut pas tolérer 
d’interruption du fonctionnement du matériel. L’environnement d’utilisation peut être particulièrement difficile et le fonctionnement 
doit être toujours assuré. C’est le cas des dispositifs de survie ou d’autres systèmes critiques. 

1.4 Unités de Mesure et Applications  Cette norme emploie des unités de mesure appartenant au Système International (SI) 
selon la norme ASTM SI10, IEEE/ASTM SI 10, section 3 [leurs équivalents dans le système impérial apparaîtront entre crochets, 
dans un souci de simplification]. Les unités du Système International utilisées dans cette norme sont les millimètres (mm) [in] 
pour les dimensions et les tolérances dimensionnelles, les degrés Celsius (°C) [°F] pour la température et les tolérances de 
température, les grammes (g) [oz] pour la masse, les lux pour l’éclairement lumineux. 
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Note : Cette norme emploie également d’autres unités dérivées du SI (d’après l’ASTM SI10, section 3.2) afin de supprimer les 
zéros non significatifs (par exemple, 0,0012 mm devient 1,2 μm) ou en tant qu’alternative à la notation en puissances de dix (3,6 
× 103 mm devient 3,6 m) 

1.4.1 Vérification des Dimensions   La mesure réelle des dimensions de montage d’une partie spécifique et du joint brasé et la 
détermination des pourcentages ne sont pas requises sauf pour des raisons d’arbitrage. Afin de déterminer le degré de conformité 
aux spécifications présentées dans cette norme, arrondir toutes les valeurs mesurées ou déterminées « à l’unité la plus proche », 
soit le dernier chiffre de droite, exprimant la limite fixée par les spécifications, conformément à la méthode de l’arrondi de 
la norme ASTM E29. Par exemple, pour des spécifications de 2,5 mm max, 2,50 mm max ou de 2,500 mm max, la valeur 
mesurée est arrondie respectivement aux 0,1 mm, 0,01 mm ou aux 0,001 mm le plus proche, puis comparée à la valeur citée 
précédemment dans la spécification. 

1.5 Définition des Exigences  Les mots « doit » ou « ne doit pas » sont utilisés dans le texte de ce document chaque fois qu’il y 
a une exigence concernant des matériaux, une préparation, un contrôle de procédé ou l’acceptation d’un assemblage électrique  
ou électronique.
Lorsque le mot « doit » est utilisé dans cette norme, les exigences de chaque classe sont indiquées dans les crochets situés à côté 
de l’exigence. 
N = Aucune exigence n’a été établie pour cette classe, mais d’autres critères peuvent être exigés selon ce qui a été convenu entre 
le Fabricant et le Client. 
A = Acceptable 
P = Indicateur de Processus 
D = Défaut
Exemples : 
[A1P2D3] est Acceptable en Classe 1, Indicateur de Processus en Classe 2 et Défaut en Classe 3. 
[N1D2D3] Aucune exigence n’a été établie en Classe 1, Défaut en Classe 2 et 3 
[A1A2D3] Acceptable en Classe 1 et 2 ,Défaut en Classe 3 
[D1D2D3] est un Défaut pour toutes les Classes.
Le mot « devrait » renvoie à des recommandations et est utilisé pour renvoyer à des pratiques industrielles et des procédures 
générales à titre de conseil uniquement. 
Des dessins et des illustrations sont montrés ici pour aider à l’interprétation des exigences écrites de cette norme. Le texte 
l’emporte sur les Figures.
L’IPC-HDBK-001, un document associé à cette norme, contient des informations explicatives et des aides complémentaires 
compilées par les comités techniques de l’IPC qui sont impliqués dans cette norme. Bien que le « Handbook » ne fasse pas partie 
de cette norme, lorsqu’il y a une confusion sur le vocabulaire de la spécification, le lecteur est incité à se référer au « Handbook » 
pour assistance. 

1.5.1 Défauts et Indicateurs de Processus Produit  Les caractéristiques produit ou les conditions qui ne se conforment pas aux 
exigences de cette spécification sont classées comme défauts produit ou indicateurs de processus produit.
Un défaut est une condition qui peut affecter la forme, l’adaptation, ou la fonction de l’élément dans son environnement d’utilisation 
final, ou d’autres facteurs de risques identifiés par le Fabricant, voir 1.8.8 Fabricant. Les défauts doivent [D1D2D3] être identifiés, 
documentés et traités par le Fabricant en fonction des exigences de conception, de fonctionnement et des exigences du Client. 
Un indicateur de processus est une condition (pas un défaut) attribuable à une variation de matériau, une utilisation des équipements, 
une opération manuelle ou des procédés, mais qui n’affecte pas la forme, l’adaptation, ou la fonction d’un produit. Les indicateurs 
de processus ne sont pas tous mentionnés dans cette norme. Les données concernant les indicateurs de processus produit devraient 
être suivies, mais il n’est pas nécessaire de déclasser le produit. 
Il est de la responsabilité du Client de définir des catégories de défauts additionnelles applicables au produit. Il est de la responsabilité 
du Fabricant d’identifier des défauts et des indicateurs de processus qui sont spécifiques au procédé d’assemblage, voir 1.5.3. 
Procédures pour Technologies Spécialisées. 

1.5.2 Non-Conformité Matériau et Procédé  Une non-conformité matériau et procédé diffère des défauts produit ou des 
indicateurs de processus produit dans le sens où la non-conformité matériau/procédé ne conduit pas souvent à un changement 
évident de l’apparence du produit mais peut impacter la performance du produit ; p. ex., brasure contaminée, alliage de brasure 
incorrect (par rapport à la documentation technique). 
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